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DESCRIPCION
Tarjeta inteligente y procedimiento de fabricacion.

La presente invencion se refiere al campo técnico de los modulos electronicos, de los procesos de fabricacion de un
modulo electrénico, asi como los dispositivos electronicos, en particular para tarjetas inteligentes, que comprenden
al menos un modulo electronico. Mas especificamente, la invencion se refiere a los médulos electronicos seguros.

En general, los moédulos electronicos estan formados por una pelicula de soporte dieléctrico sobre la que se lamina
una capa metalizada. En la cara opuesta a la capa metalizada se encuentra colocado un chip electrénico conectado
a diferentes zonas de la capa metalizada.

En un dispositivo electronico, el modulo electrénico esta pegado dentro de una escotadura prevista a tal efecto en el
cuerpo del dispositivo.

Este tipo de madulo electrénico encuentra aplicacion especialmente en las tarjetas inteligentes.

Generalmente, con el fin de proteger el chip electrénico y sus conexiones que lo conectan a las diferentes zonas de
la capa metélica, se realiza una encapsulacion por moldeo de una resina protectora en el médulo electronico. Esta
encapsulacion se realiza habitualmente en material de resina epoxi o en compuestos de moldeo epoxi (Epoxy Mold
Compound o EMC) que son de color oscuro. Los cuerpos de tarjeta en los que se implantan los médulos
electrénicos estan a su vez, generalmente hechos de material plastico de color claro, lo que lleva por contraste a una
visibilidad del moédulo electrénico a través del cuerpo de la tarjeta.

En el ambito de las tarjetas inteligentes de gama alta, el hecho de que el modulo electronico sea visible a través de
la tarjeta no es aceptado para su comercializacion. Existen, sin embargo, EMC de color claro que serian invisibles a
través de la tarjeta, no obstante éstos ultimos son muy caros y dificiles de implementar. De hecho, estos EMC tienen
tendencia a adherirse al molde y es necesario detener con frecuencia la linea de produccion para limpiar el molde, lo
gue aumenta los costes.

El problema de visibilidad del madulo electrénico a través del cuerpo de |a tarjeta también podria evitarse mediante
la colocacion de una capa de personalizacion en el dorso de la tarjeta inteligente, resultando de hecho invisible el
maodulo electronico. Sin embargo, para ciertos tipos de tarjetas seguras, el dorso de la tarjeta esta recubierto con una
capa de seguridad transparente sobre la cual no se aplica ninguna capa opaca a fin de garantizar precisamente la
seguridad de la tarjeta.

La patente DE 4328469 describe una tarjeta inteligente segun el preambulo de la reivindicacion 1, y en la cual la
capa coloreada se aprecia en el fondo de la cavidad del cuerpo de tarjeta. El inconveniente de la solucién descrita
en ese documento tiene un impacto significativo sobre el tiempo y los costes de produccion de la tarjeta.

Uno de los objetivos de la presente invencion es el de remediar, al menos parcialmente, los inconvenientes del
estado de la técnica anterior y proporcionar una tarjeta inteligente y su método de fabricacion que permita una
invisibilidad del moédulo electrénico a través de la tarjeta.

Asi, la presente invencion se refiere a una tarjeta inteligente segun la reivindicacion 1.

De acuerdo con un aspecto de la invencion, el color de la al menos una capa coloreada es idéntico al color del
cuerpo de tarjeta.

De acuerdo con la invencion, el modulo electronico comprende una resina de proteccion y al menos una capa
coloreada se presta por dicha resina protectora.

De acuerdo con otro aspecto de la invencion, la al menos una capa coloreada se realiza por impresion de una tinta.

La presente invencion también se refiere a un procedimiento de fabricacion de una tarjeta inteligente que comprende
un cuerpo de tarjeta y un modulo electrénico situado que se coloca en una cavidad del cuerpo de tarjeta,
caracterizado porque dicho procedimiento de fabricacion comprende al menos una etapa de aplicacion de al menos
una capa coloreada entre el moédulo electrénico y la parte inferior de la cavidad del cuerpo de tarjeta.

De acuerdo con un aspecto del procedimiento segln la invencion, al menos una etapa de aplicacion de la al menos
una capa coloreada se realiza en |a parte inferior de la cavidad del cuerpo de tarjeta.

De acuerdo con otro aspecto del procedimiento segun la invencion, el modulo electronico comprende una resina de
proteccion y la al menos una etapa de aplicacion de la al menos una capa coloreada se realiza sobre dicha resina
protectora.
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De acuerdo con otro aspecto del procedimiento segun la invencion, la etapa de aplicacion de la al menos una capa
coloreada se realiza durante el proceso de encapsulacion, entre una etapa de encapsulacién del médulo electrénico
y una etapa de control de dicho modulo electronico.

De acuerdo con otro aspecto del procedimiento segun la invencion, la etapa de aplicacion de la al menos una capa
coloreada es una etapa de impresion de una tinta.

De acuerdo con ofro aspecto del procedimiento segun la invencion, la etapa de impresion se realiza por tampografia.

Otras caracteristicas y ventajas de la invencion apareceran de manera mas evidente a partir de la lectura de la
siguiente descripcion, dada a titulo de ejemplo ilustrativo y no limitativo, y de los dibujos adjuntos entre los cuales:

- la figura 1 muestra una representacion esquematica en seccion de un modulo electrénico insertado en un
cuerpo de tarjeta,

- la figura 2 muestra un diagrama de las diferentes etapas de un procedimiento de fabricacion de un médulo
electronico y de una tarjeta inteligente.

Los elementos idénticos en todas las figuras estan identificados por los mismos nimeros de referencia.

La figura 1 muestra una representacion esquematica en seccion de un médulo electronico 1 insertado en un cuerpo
de tarjeta 15. El modulo electronico 1 comprende una pelicula de soporte dieléctrico 3 que tiene al menos un area de
contacto eléctrico 5 en un lado y que tiene, en el lado opuesto, un chip electronico 7 conectado a dicha al menos una
zona de contacto eléctrico 5 por conectores 9 a través de los orificios 11 a través de la pelicula de soporte 3, dicho
chip electronico 7 y los conectores 9 estando recubiertos por una resina de proteccion 8, por ejemplo del tipo epoxi.

El cuerpo de tarjeta 15 comprende cuando hay en ella una cavidad 17 en la que se coloca el médulo electronico 1 de
modo que el lado que lleva la zona de contacto eléctrico 5, se encuentra orientado hacia el exterior de la cavidad 17.
El médulo electronico 1 se mantiene generalmente en el interior de la cavidad 17 por medio adhesivo (no
representado).

Entre la resina de proteccién 8 y la parte inferior de la cavidad 17 del cuerpo de tarjeta 15 se coloca al menos una
capa coloreada 13. Esta capa coloreada 13, del mismo color que el cuerpo de tarjeta 15, es lo suficientemente
opaca para disminuir la visibilidad del modulo electronico 1 a través del cuerpo de tarjeta 15. En efecto, las resinas
de proteccion 8 utilizadas para recubrir el chip electronico 7 y sus conectores 9 son por lo general de color oscuro,
mientras que el cuerpo de tarjeta 15 es de color claro. La adiciéon de al menos una capa coloreada 13 entre estos
elementos permite camuflar asi el color de la resina de proteccién 8 y por tanto disimular la presencia del médulo
electronico 1 a través del cuerpo de tarjeta 15.

Una capa de color 13 puede ser llevada por el médulo electrénico 1, mas precisamente por |a resina protectora 8 de
este Ultimo, por |a parte inferior de la cavidad 17 del cuerpo de tarjeta 15, o aun por ambos a la vez si hay presentes
muchas capas coloreadas 13 entre el moédulo electrénico 1 y la parte inferior de la cavidad 17. En el ejemplo
mostrado en la figura 1, s6lo esta presente una capa coloreada 13 entre la resina de proteccion 8 y la parte inferior
de la cavidad 17 del cuerpo de tarjeta 15.

Esta capa de color 13 se realiza preferiblemente mediante la impresion de una tinta opaca, utilizada
convencionalmente en el ambito de las tarjetas inteligentes y de color idéntico al cuerpo de tarjeta y que forma una
capa de espesor que oscila desde 10 hasta 15 ym. En el caso en el que una capa coloreada 13 es llevada por la
resina protectora 8, |a tinta utilizada es una tinta conocida por experto en la técnica y que puede adherirse a la resina
de proteccién 8. En el caso en el que una capa coloreada 13 es llevada por la parte inferior de la cavidad 17, la tinta
utilizada sera entonces una tinta conocida por el experto en la técnica que puede adherirse al material de que esta
hecho el cuerpo de tarjeta.

La figura 2 muestra un diagrama de un procedimiento de fabricacion de una tarjeta inteligente que comprende un
modulo electréonico 1 situado en una cavidad 17 de un cuerpo de tarjeta 15 y que tiene al menos una capa coloreada
13 dispuesta entre la resina de proteccion 8 del modulo electrénico y la parte inferior de la cavidad 17 del cuerpo de
tarjeta 15.

Las primeras etapas 100 y 200, conocido por los expertos en la técnica, son respectivamente, etapas de suministro
de los elementos que componen la tarjeta inteligente final.

Se trata de una etapa 200 de suministro de un médulo electrénico 1 que comprende una pelicula de soporte
dieléctrico 3 que tiene al menos una zona de contacto eléctrico 5 en un lado y que tiene en el lado opuesto un chip
electronico 7 conectado a dicha al menos una zona de contacto eléctrico 5 por conectores 9 que pasan por los
orificios 11 a través de la pelicula de soporte 3 y de una etapa 100 de suministro de un cuerpo de tarjeta 15 que
tiene una cavidad 17. Generalmente, estos suministros de elementos se hacen bajo la forma de bobinas y son parte
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del procedimiento de fabricacion estandar conocido por el experto en la técnica.

Seguidamente a la etapa de suministro 200 del modulo electrénico 1, se realiza un método de encapsulacion 210
convencional y conocido por el experto en la técnica en el médulo electronico 1.

Este procedimiento de encapsulacion 210 puede comprender particularmente una etapa de encapsulacion 202
realizada en el médulo electronico 1. Esta etapa consiste en una aplicacién de resina de proteccion 8 del modulo
electronico 1, por ejemplo por medio de un molde que recubre el chip electronico 7 y sus conectores 9 y en el que se
inyecta resina epoxi.

A continuacion de la etapa de encapsulacion 202, se realiza una etapa de control 206 del médulo electronico 1. Esta
etapa es una etapa convencional en un procedimiento de encapsulacién y sirve esencialmente para verificar
visualmente la calidad de la encapsulacion.

Intercalada entre la etapa de encapsulacién 202 y la etapa de control 206, se lleva a cabo una etapa suplementaria
de aplicacion 204 de una capa coloreada 13 en la resina de proteccion 8. Esta etapa de aplicacion 204 consiste
particularmente en una aplicacion en la resina de proteccion 8 de una capa coloreada 13 de un color idéntico al color
del cuerpo de tarjeta 15.

Esta etapa de aplicacion 204 se realiza justo después de la etapa de encapsulacion 202. Mas especificamente, en la
linea de produccion y a continuacion de la unidad de producciéon que realiza la encapsulacion en la etapa 202, se
instala una unidad de aplicacién y se realiza la aplicacion de la capa coloreada 13. El hecho de que la aplicacion de
la capa coloreada 13 se realice en ese momento permite reducir el impacto de |la etapa aplicacion 204 sobre el
tiempo y los costes del procedimiento de fabricacién de una tarjeta inteligente conocido por los expertos en la
técnica.

La unidad de aplicacion puede, por ejemplo y preferiblemente, ser una unidad de impresion por tampografia (o
stamping en Inglés), es decir una unidad donde un tampén de tinta transporta la tinta, de una fuente y la deposita en
la resina de proteccion 8, formando una capa de un espesor del orden de 10 a 15 ym. Un mismo tampoén de tinta
puede efectuar esta impresion simultaneamente en varios moédulos electrénicos 1. Sin embargo, la unidad de
aplicacion bien puede ser una unidad de impresion por serigrafia, inyeccion de tinta, una unidad de aplicacion de
una capa coloreada 13 autoadhesiva, o cualquier otro medio conocido por el experto en la técnica.

Paralelamente y de manera opcional, después de la etapa 100 de suministro del cuerpo de tarjeta 15, se puede
realizar otra etapa de aplicacion 104 de una capa coloreada 13 en la parte inferior de la cavidad 17 del cuerpo de
tarjeta 15. Esta otra etapa de aplicacion 104 también puede realizarse por una unidad de impresion por tampografia,
serigrafia, inyeccion de tinta, una unidad de aplicacion de una capa coloreada 13 autoadhesiva, o cualquier otro
medio conocido por el experto en la materia.

La etapa final 300 del procedimiento de fabricacién de una tarjeta inteligente consiste en una etapa convencional de
encarte, es decir de implementacion y de fijacion del médulo electronico 1 en la cavidad 17 del cuerpo de tarjeta 15.

Asi, puede verse claramente que la tarjeta inteligente de acuerdo con la invencion permite disminuir la visibilidad del
modulo electronico 1, particularmente de su resina de proteccion 8, a traves del cuerpo de la tarjeta 15 debido a la
presencia de al menos una capa coloreada 13 colocada entre la parte inferior de la cavidad 17 del cuerpo de tarjeta
15 y el médulo electrénico 1. Ademas, la implementacion de esta capa coloreada 13 tiene un impacto limitado en el
tiempo y los costes de produccion, ya que se realiza durante el proceso de encapsulacion 210.
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REIVINDICACIONES

1. Tarjeta inteligente que comprende un cuerpo de tarjeta (15) y un modulo electronico (1) situado en una cavidad
(17) del cuerpo de tarjeta (15), comprendiendo dicho médulo electrénico (1) una resina de proteccion (8) y una capa
coloreada (13) que se encuentra situada entre el médulo electronico (1) y la parte inferior de la cavidad (17) del
cuerpo de tarjeta (15), caracterizada porque esta capa coloreada es llevada por la resina de proteccion.

2, Tarjeta inteligente de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el color la al menos una capa
coloreada (13) es idéntico al color del cuerpo de tarjeta (15).

3. Tarjeta inteligente de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizada porque |la al menos una capa coloreada
(13) se realiza mediante la impresion de una tinta.

4.  Procedimiento de fabricacion de una tarjeta inteligente que comprende un cuerpo de tarjeta (15) y un médulo
electronico (1) situado en una cavidad (17) del cuerpo de tarjeta (15), comprendiendo el médulo una resina de
proteccién (8), comprendiendo dicho procedimiento de fabricacion al menos una etapa de aplicacion (204) de al
menos una capa coloreada (13) entre el médulo electronico (1) y la parte inferior de la cavidad (17) del cuerpo de
tarjeta (15), caracterizado por la aplicacion de la capa coloreada en la resina de proteccion.

5.  Procedimiento de fabricacion de acuerdo con la reivindicacion precedente, caracterizado porque la etapa de
aplicacion (204) de la al menos una capa coloreada (13) se realiza durante el proceso de encapsulacion (210), entre
una etapa de encapsulacion (202) del médulo electrénico (1) y una etapa de control (206) de dicho médulo
electrénico (1).

6. Procedimiento de fabricaciéon de acuerdo con la reivindicacion 5, caracterizado porque la etapa de aplicacion
(204) de la al menos una capa coloreada (13) es una etapa de impresion de una tinta.

7.  Procedimiento de fabricacion de acuerdo con la reivindicaciéon precedente, caracterizado porque la etapa de
impresion se realiza por tampografia.
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